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(57) Abstract: The invention relates to a housing for biometric sensor chips (1). The inventive housing has a freely accessible 
NO fingerprint scanning zone (2) on the sensor chip (1), a carrier substrate (3) and outer contact surfaces (4) on the carrier substrate (3) 
being a carrier tape (5) having perforated tapes (6). The outer contact surfaces (4) are arranged on said tape and partially outside a 
housing frame (7). The sensor chip (1) is positioned within the housing frame (7). 

▼H 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Gehause fur biometrische Sensorchips (1) mit einer frei zugangJichen Finger- 
O abdruckprufflSche (2) auf dem Sensorchip (1), einem Tragersubstrat (3) und AuBenkontaktflachen (4) auf dem Tragersubstrat (3), 

wobei das Tragersubstrat (3) ein Tiagerband (5) mit perforierten Bandem (6) ist, auf dem die Komaktaufienflachen (4) teilweise 
^ auBerhalb eines Gehauserahmens (7) angeordnet sind, und das Sensorchip (1) innerhalb des Gehauserahmens (7) positioniert ist. 
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Zur Erklarung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen 
Abkurzimgen wird auf die Erkidrungen CGtddance Notes on 
Codes and Abbreviations' 9 ) am Anfangjeder reguidren Ausgabe 
der PCT-Gazette verwiesen. 
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Beschreibung 

Gehause fiir biometrische Sensorchips 

5 Die Erfindung betrifft Gehause fur biometrische Sensorchips. 

Biometrische Sensorchips werden zunehmend fur die Identi- 
tatserkennung eingesetzt, sei es fur Geldautomaten, fur Wert- 
papier und/oder Kapital transfer uber elektronische Medien 

10 oder zur Erkennung von Zugrif f sberechtigungen auf Konten und 
Datenbanken oder auch andere von Zugrif f sberechtigungen ab- 
hangige Datensatze. Dazu muS das Gehause fur biometrische 
Sensorchips im Gegensatz zu GehSusen fur mikroelektronische 
Standardhalbleiterchips einen Bereich aufweisen, in dem eine 

15 Fingerabdruckpriif flache des biometrischen Sensorchips frei 
zuganglich ist. Andererseits muS vermieden werden, dafi durch 
elektrostatische Aufladung beispielsweise einer Fingerspitze 
der Sensorchip bei Beriihrung der Fingerabdruckpriif flache 
durch Funkenentladung zerst6rt wird. Weiterhin ergibt sich 

20 die Aufgabe, aufgrund der steigenden Nachfrage nach derarti- 
gen Gehausen mit biometrischen Sensorchips eine automatische 
Massenproduktion in kostengiinstiger Weise bereitzustellen. 

Aufgabe der Erfindung ist es, fiir Gerate und Systeme, bei de- 
25 nen der Zugang durch eine Pinnummer geregelt ist, wie z.B. 

Bankautomaten, Handys und Computer, ein Gehause fiir biometri- 
sche Sensorchips anzugeben, bei dem die aktive Struktur des 
Sensorchips am Gerat oder System nach auSen zeigt, so daS der 
Bediener seinen Finger direkt auf das Sensorchip legen kann. 
30 Dariiber hinaus ist es Aufgabe der Erfindung, ein rationelles 
Fertigungsverf ahren zur Montage derartiger Gehause fiir biome- 
trische Sensorchips anzugeben. 

Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand der unabhcLngigen An- 
35 spriiche gelost. Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung er- 
geben sich aus den Unteranspriichen. 
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Ein erf indungsgemafies GehSuse fur biometxische Sensorchips 
mit frei zugSnglicher Fingerabdruckprttf f lache auf dem Sensor- 
chip, einem Tragersubstrat und einer AuSenkontaktf lache auf 
dem Tragersubstrat hat den Vorteil, dafi es in hoher Stuckzahl 
mit einfacher Technologie auf einem Tragersubstrat , das ein 
•Tragerband mit perforierten Randern bildet, hergestellt wer- 
den kann. Auf dem Tragerband konnen die Aufienkontakte teil- 
weise aufierhalb eines Gehauserahmens angeordnet sein, und das 
Sensorchip kann innerhalb des Gehauserahmens positioniert 
sein. Zum Schutz des Sensorchips ist dieser Gehauserahmen mit 
einer Massekontaktf lache des Sensorchips elektrisch verbunden 
zu einem Masserahmen, der wie ein Blitzableiter elektrostati- 
sche Auf ladungen einer Fingerspitze von der empf indlichen 
Finger abdruckpriiff lache ablenkt, so dafi sich die elektrosta- 
tische Aufladung, ohne das Sensorchip zu gefahrden, \iber den 
Masserahmen en t laden kann. 

Dazu ist vorzugsweise der Gehauserahmen aus einem elektrisch 
leitenden Material hergestellt oder mindestens mit einem 
elektrisch leitenden Material beschichtet. Die elektrisch 
leitenden Durchfuhrungen der Aufienkontakte in den von dem Ge- 
hauserahmen umschlossenen Innenraum sind elektrisch von dem 
Gehauserahmen isoliert, so daS kein Kurzschlufi zwischen den 
Aufienkontakten uber den Gehauserahmen auftreten kann. Die Au- 
fienkontakte konnen auf der Oberseite des Tragersubstrats, die 
auch den Sensorchip tragt, oder auf der gegeniiberliegenden 
Unterseite des Tragersubstrats angeordnet sein. 
Sind die Aufienkontakte vorzugsweise auf der Unterseite des 
Tragersubstrats angeordnet , so werden sie durch Bondof fnungen 
in dem Tragersubstrat und Bonddrahte mit den Kontaktf lachen 
des auf der Oberseite des Tragersubstrats angeordneten Sen- 
sorchips verbunden. 

Sind die Aufienkontakte vorzugsweise auf der Oberseite des 
Tragersubstrats angeordnet, auf der auch das Sensorchip vor- 
gesehen ist, so konnen gebondete Drahte zwischen den Kontakt- 
flachen auf dem Sensorchip iiber KontaktanschluSf lachen der 
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KontaktauSenflachen unmittelbar ohne Bondof fnungen in dem 
TrSgersubstrat in vorteilhaf ter Wei se verbunden sein. 

Bei einer weiteren vorteilhaf ten Ausftihrungsf orm der Erfin- 
dung sind die Kontaktf lachen des Sensorchips und die Kon- 
taktaufienflachen des Tragersubstrats auf einem Rand des Sen- 
sorchips bzw. des Tragersubstrats angeordnet, so dafi kurze 
und gleichmafiig beabstandete Bondverbindungen mittels Bond- 
drahten moglich sind, und damit ein Bonden der auf dem Tra- 
gersubstrat vonnontierten Sensorchips und der zugeordneten 
KontaktauSenf lachen schnell, einfach und gleichmaSig reali- 
siert werden kann, da alle Bondverbindungen gleichformig und 
gleichlang sind. 

In einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung 
liegen die KontaktauSenf lachen entlang einer der perforierten 
Rander des Tragerbandes. Durch einen derartigen Gehauseaufbau 
ist es mflglich, Epoxidtragerbander zu verwenden, wie sie auch 
in der Chipkartenmodulf ertigung einsetzbar sind. Die Montage 
der Bauteile mit dem erf indungsgemaSen Gehause in entspre- 
chende Endgerate und -systeme kann als SMT-Montage oder uni- 
versell mit einer angebrachten Flexschaltung fur Steckerkon- 
taktierung erfolgen. Die Perforation der Rander des Trager- 
bandes kann dazu mit einer Standardperf oration versehen wer- 
den, wobei in einer bevorzugten Wei terbi Idling der Erfindung 
die Massekontaktflache des Sensorchips liber eine strukturier- 
te Metallbeschichtung auf dem Tragerband mit dem Gehauserah- 
men elektrisch verbunden ist, so daS ein geerdeter Masserah- 
men, der' gleichzeitig das Sensorchip erdet verwirklicht wer- 
den kann. 

Die strukturierte Metallbeschichtung des Tragerbandes kann 
durch Strukturieren einer Metallkaschierung auf dem Trager- 
band erfolgen. Bei dieser Strukturierung konnen gleichzeitig 
die Massekontaktverbindungen zwischen Gehauserahmen und Sen- 
sorchip und die Verbindungen zu den AuSenkontaktf lachen vor- 
bereitet sein. Dazu weist die strukturierte Metallbeschich- 
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tung vorzugsweise von der Innenseite des Gehauserahmens zur 
Aufienseite des Gehauserahmens fiihrende Kontaktaufienf lachen 
auf, die innerhalb des Gehauserahmens mit Bonddrahten verse- 
hen sind und aufierhalb des Gehauserahmens frei zuganglich fur 
5 weitere Steckverbindungen sind. 

Um in vorteilhaf ter Weise einen Kurzschlufi der KontaktauSen- 
fiachen zu vermeiden, ist der elektrisch leitende Gehauserah- 
men in dem Bereich der Kontaktaufienf lachen mit einem isolie- 

10 renden Klebstoff auf dem Substrattrager befestigt und in den 
ubrigen Bereich des Substrattragers fiber einen leitenden 
Klebstoff elektrisch mit der Massekontaktf lache des Sensor- 
chips verbunden. Mit dieser Variation in der Klebstoff art 
konnen alle Bereiche des Gehauserahmens auf der unterschied- 

15 lich strukturierten Metal lbeschichtung des Tragersubstrats 
fixiert werden. 

Der Gehauserahmen kann im wesentlichen einen Masseschutzring 
um den Sensorchip bilden oder gleichzeitig fiir die Weitermon- 

20 tage in einem Gerat oder System vorbereitet sein. Dazu ist 

der Gehauserahmen aus einem Masserahmen mit Montageof fnungen 
aufgebaut, wobei dieser Masserahmen breit und stabil genug um 
den Sensorchip angebracht ist, so daS, ohne das Sensorchip 
mechanisch zu belasten, der Masserahmen in vorteilhaf ter Wei- 

25 se iiber die Montageof fnungen an ein Endgerat oder ein -system 
angeschraubt werden kann. 

Um die Sicherheit fur das Sensorchip weiter zu erhohen, kann 
dieses vorzugsweise auSerhalb der Fingerabdruckpruf fiachen 

30 mit einer leitenden Zusatzabdeckung abgedeckt werden. Diese 
Zusatzabdeckung iiberbrtickt den Abstand zwischen den Randern 
des Sensorchips und dem MasseraQimen. In einer weiteren bevor- 
zugten Aus fiihrungs form der Erfindung kann die Fingerabdruck- 
flache auf dem Sensorchip eine rahmenf ormige Metallbeschich- 

35 tung aufweisen, die vorzugsweise uber die Zusatzabdeckung auf 
Masse gelegt werden kann, so daS auSerhalb der Fingerabdruck- 
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prttfflache das Sensorchip durch eine abdeckende Masseabdek- 
kung geschutzt ist. 

Vorzugsweise kannen beide Funktionen des Gehauses, namlich 
5 einen Gehauserahmen als Masserahmen zur Verfiigung zu stellen 
und eine Masseabdeckung zu bilden, durch ein einziges Tief- 
ziehteil erfiillt werden. Ein derartiges Tiefziehteil wird wie 
eine Tasse oder eine Schussel, die keinen Boden aufweist, 
uber das Sensorchip gesttilpt, so da£ die Fingerabdruck- 
10 prafflache im of fenen Bodenbereich der Tasse oder Schiissel 
f reibleibt . 

In einer weiteren bevorzugten Aus fiihrungs form der Erfindung 
kann das Tragerband und/oder der Masserahmen des Gehauses die 
15 fur die Funktionsf ahigkeit des Sensorchips erf orderlichen 
Stiitzkondensatoren aufweisen, die damit geschutzt durch das 
Tragerband und/oder durch den Gehauserahmen fur die Montage 
in einem Ger&t oder System zur Verfugung stehen. 

20 Das Tragerband kann in einer bevorzugten Ausfuhrungsf orm der 
Erfindung als Endlosband ausgebildet sein und aus einer Poly- 
imidfolie bestehen. In weiteren bevorzugten Ausfuhrungsf ormen 
wird das Tragersubstrat auch aus Epoxidharz hergestellt oder 
besteht aus einem flexiblen Polymer. Dieses hat den Vorteil, 

25 daS die Sensorchips mit dem montierten Gehause in Endlosban- 
dern oder Nutzen montiert und getestet werden konnen und die 
Modulmontage nun auf Montagelinien durchgefuhrt werden kann, 
die auch fur Chipkartenmodule nutzbar sind. Daruber hinaus 
kann mit diesem auf Endlosbandern montierten Gehause ein Ein- 

30 bau der Sensoren beim HerstellungsprozeS der EndgerSte und 
-systeme leicht integriert werden und der Einbau dementspre- 
chend kostengiinstig durchgefuhrt werden. 

Die Verbindung von Flexschaltungen der Gehause zu den Endge- 
35 r£ten und -systemen kann uber Steckverbindungen wie Null- 
kraf tstecker oder uber eine Lotverbindung erfolgen, so- dafi 
die Verbindungstechnologie mit dem erf indungsgemaSen Gehctuse 
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vollstandig dem kundenspezif ischen HerstellungsprozeS ange- 
pafit werden kann. Das gilt auch fiir die Breite und die LSnge 
und die Form der Anschliisse auf dem Substrattrager . Die oben- 
genannten verschiedenen Varianten des Masserahmens konnen im 
Rahmen dieser Erfindung unterschiedlich aufgebaut sein, so 
da£ entweder der Masserahmen durch eine leitfahige feste Ab- 
deckung auf dem Rahmen als Formteil ausgefuhrt oder elek- 
trisch leitend zum Rahmen oder zum Masseanschlufi montiert 
wird. Der Masserahmen kann aber auch durch eine leitfahige 
Folie oder eine leitfahige Abdeckmasse auf den Sensorchip 
aufgebracht werden. Dabei kann die Kontaktierung zum Massean- 
schlu£ des Sensorchips fiber den Rahmen erfolgen. 

Das erf indungsgem&£e Gehause zeichnet sich durch einen einfa- 
chen Aufbau auf einem Epoxidtrager aus, auf dem der Sensor- 
chip dem Kunden in fur die Weiterverarbeitung vorteilhaf ter 
Weise angeboten werden kann. Die Besonderheiten, die mit der 
von aufien zuganglichen aktiven Flache eines biometrischen 
Sensorgeh&uses und dem Masserahmen mit dieser Erfindung be- 
reitgestellt werden, vereinfachen die Herstellung der Endge- 
rate und -systeme. 

Ein Verfahren zur Herstellung eines biometrischen Sensorge- 
hauses mit Sensorchip, f rei . zuganglicher Fingerabdruck- 
priif flache auf dem Sensorchip, Tr ager subs t rat und Aufienkon- 
taktflachen weist folgende Verf ahrensschritte auf: 

a) Bereitstellen eines Sensorchips, wobei eine Massekon- 
taktflache die Unterseite des Sensorchips bildet, 

b) Strukturieren einer Metallbeschichtung auf einem Trager- 
substrat zu MasseanschluSf lachen im Bereich des Sensor- 
chips und Masseanschlufif lachen fiir einen Gehauserahmen 
sowie zu Kontaktaufienf lachen, 

c) Perforieren der Rander des Tragersubstrats, 
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d) Aufbringen des Sensorchips mit seiner Massekontaktf lache 
auf die strukturierte Metal lbeschichtung im Bereich der 
Masseanschlufif lache fur das Sensorchip, 

5 e) Bonden der Kontaktf lachen auf dem Sensorchip mit den 
KontaktaufienflSchen auf der strukturierten Metallbe- 
schichtung, 

f ) Aufbringen des Gehauserahmens auf die strukturierte Me- 
10 tallbeschichtung im Bereich der Masseanschlufif lache fur 

den Geh&userahmen, 

g) selektives Versiegeln der Bondverbindungen mittels einer 
Kunststof f -Vergufimasse . 

15 

Ein derartiges Verfahren hat den Vorteil, daS es fur die Mas- 
senherstellung von Gehausen fur biometrische Sensorchips ge- 
eignet ist und eine unmittelbare Weiterverarbeitung der Ge- 
hause mit biometrischen Sensorchips fiir die Herstellung von 
20 Bankautomaten, Handys und/oder Computern, die einen Zugang 
iiber einen Fingerabdruck freigeben, ermoglicht. 

In einer bevorzugten Durchfuhrungsf orm des Verfahrens wird 
ein Abdecken der Sensorf lache, die nicht der Fingerabdruck- 
25 prufung dient, mit einer Gehauseabdeckung durchgefuhrt. Mit 
einer derartigen Gehauseabdeckung wird in vorteilhaf ter Weise 
der Randbereich des Sensorchips hermetisch gegen AuSenein- 
fliisse abgeschlossen, so dafi lediglich die Fingerabdruck- 
priiff lache frei zuganglich bleibt. 

30 

In einer weiteren bevorzugten Durchfiihrung des Verfahrens 
wird ein Sensorchip mit einer rahmenf ormigen Massekontaktf la- 
che auf der Oberseite des Sensorchips bereitgestellt , so dafi 
nicht nur die Unterseite des Sensorchips auf Masse gelegt 
35 werden kann, sondern eine zusatzliche Massekontaktf lache auch 
auf der Oberseite des Sensorchips bereitsteht, urn mit dem 
Masserahmen des Gehauses kurzgeschlossen zu werden. Dieses 
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hat den Vorteil, daS elektrostatische Entladungen mit groSe- 
rer Sicherheit von der zentralen freiliegenden Fingerabdruck- 
pruffiache abgehalten werden. Damit kann auch gleichzeitig 
die Lebensdauer des Sensorchips in dem erf indungsgemafien Ge- 
5 hause erhdht werden. 

Dazu wird vorzugsweise die nicht der Fingerabdruckpriifung 
dienende Fiache mit einer elektrisch leitenden GehSusezusatz- 
abdeckung versehen, die mit dem MassekontaktanschluS auf der 

10 Oberseite des Sensorchips verbunden wird. Somit bildet das 

gesamte Gehause einschliefilich Abdeckung einen auf Masse lie- 
genden Schutz fur die empfindliche Finger abdruckprufungsf 1£- 
che des Sensorchips. Die sich zwischen Gehauserahmen und Ge- 
hausezusatzabdeckung bildenden Hohlraume werden in einem be- 

15 vorzugten Verfahren mit einem zusatzlichen Verfahrensschritt 
mit Fullstoff aus Kunststoff aufgefullt. Dieses hat den Vor- 
teil, da& mit diesem Verfahrensschritt die Schwingf estigkeit 
des Gehauses wesentlich erh6ht werden kann. 

20 In einer weiteren bevorzugten Aus fuhrungs form der Erfindung 
erfolgt die Strukturierung der Metallbeschichtung auf dem 
Tragersubstrat mittels Laserabtrag. Bei dieser Verf ahrensva- 
riante kann im Durchlaufverf ahren das Tragerband und die dar- 
auf befindliche Metallbeschichtung entsprechend den Anforde- 

25 rungen an das Gehause fur einen biometrischen Sensor prazise 
und schnell zugeschnitten werden. 

In einer alternativen bevorzugten Verf ahr ens vari ante wird die 
Strukturierung der Metallbeschichtung mittels eines Photoli- 

30 thographieverfahrens erreicht. Dazu wird eine photoempf indli- 
che Schicht auf die Metallbeschichtung des Tragersubstrats 
aufgebracht, diese Schicht dann in einem Belichtungsschritt 
teilweise ausgehartet, so daft in einem weiteren Entwicklungs- 
schritt die nicht belichteten Stellen ausgelost werden konnen 

35 und das damnter befindliche Metall der Beschichtung mittels 
eines Atzvorgangs entfernt werden kann. Abschliefiend wird die 
Photolackschicht von dem verbleibenden Metall durch vorzugs- 
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weise Plasmaveraschung oder Ionenzerstaubung entfernt. Das 
Aufbringen einer strukturierenden Schutzschicht Ober der Me- 
tallschicht zum Atzen einer Struktur kann vorzugsweise auch 
durch ein Schablonendruckverf ahren oder durch ein Siebdruck- 
5 verf ahren erreicht werden. 

Das Befestigen des GehSuserahmens auf dem Substrattr&ger wird 
vorzugsweise mittels Klebetechnik durchgef tihrt , wobei der 
Klebstof f elektrisch lei tend oder isolierend auf dem Trager- 

10 substrat bzw. auf der Metallbeschichtung aufgebracht wird. 

Soweit die strukturierte Metallbeschichtung einen KurzschluB 
mit der Massekontaktf lache des Sensorchips herstellt, wird 
zur Befestigung des Gehauserahmens ein elektrisch leitender 
Kleber eingesetzt, um in Verbindung mit dem Masseanschlufi ei- 

15 nen Masserahmen zum Schutz der Fingerabdruckprtiff lache des 
Sensorchips herzustellen* Als elektrisch leitende Verbindung 
zwischen dem Masserahmen und der Metallbeschichtxing des Tra- 
gersubstrats wird vorzugsweise auch ein Ldtverfahren einge- 
setzt, bei dem eine niedrigschmelzende Lotbeschichtung zu- 

20 satzlich auf die Metallbeschichtung im Bereich des Gehau- 
serahmens auf das Trager substrat aufgebracht wird. 



Die Erfindung wird nun durch bevorzugte Ausfiihrungsf ormen an- 
hand der beigefiigten Zeichnungen naher erlautert. 

25 

Figur 1 zeigt eine prinzipielle Querschnittsansicht eines 
Gehauses flir biometrische Sensorchips gem&£ einer 
ersten Ausfiihrungsf orm der Erfindung. 

30 Figur 2 zeigt eine Draufsicht auf das Gehause mit Sensor- 
chip der Figur 1. 

Figur 3 zeigt eine Draufsicht auf ein Tragerband mit mehre- 
ren Gehausen der Figur 1. 

35 
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Figur 4 zeigt eine prinzipielle Querschnittsansicht eines 
Gehauses fttr biometrische Sensorchips gema£ einer 
zweiten Ausftihrungsf orin der Erfindung. 

Figur 5 zeigt eine Drauf sicht auf das Gehause mit Sensor- 
chip der Figur 4. 

Figur 6 zeigt einen prinzipiellen Querschnitt eines Gehau- 
ses f\ir biometrische Sensorchips gemafi einer drit- 
ten Ausftihrungsform der Erfindung. 

Figur 7 zeigt eine prinzipielle Querschnittsansicht eines 
Gehauses fur biometrische Sensorchips gemaB einer 
vierten Ausfuhrungsf orm der Erfindung. 

Figur 8 zeigt eine Drauf sicht auf ein Tragerband mit mehre- 
ren Gehausen der Figur 7. 

Figur 9 zeigt eine prinzipielle Querschnittsansicht eines 
Gehauses fur biometrische Sensorchips gemafi einer 
fiinften Ausftihrungsform der Erfindung. 



Figur 10 zeigt eine prinzipielle Querschnittsansicht eines 
Gehauses fur biometrische Sensorchips gemaS einer 
sechsten Ausftihrungsform der Erfindung, 

Figur 1 zeigt eine prinzipielle Querschnittsansicht eines Ge- 
hauses 30 fur biometrische Sensorchips 1 gemafc einer ersten 
Ausftihrungsform der Erfindung. Das Gehause lafit eine frei zu- 
gangliche Fingerabdruckprtif f lache 2 auf dem Sensorchip 1 
frei, so dafi ein Benutzer seine Fingerspitze zur Prtifung ei- 
ner Zugangsberechtigung zu entsprechend abgesicherten Geraten 
und Serviceleistungen sowie Systemen und Objekten prtifen las- 
sen kann. Das Sensorchip ist in einem Gehauserahmen 7 ange- 
5 ordnet, der nach oben of fen ist und auf einer Metal lbeschich- 
tung 15 steht, mit der er uber einen leitenden Klebstoff 17 
' elektrisch verbunden ist. Das Sensorchip ist auf der gleichen 
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Metallbeschichtung 15 vorzugsweise mit einem leitenden Kleber 
mit seiner Massekontaktf l£che 8 auf der Unterseite des Sen- 
sorchips 1 montiert und iiber eine metallische Leitung 28 mit 
dem Gehauserahmen 7 elektrisch verbunden, so daS ein Mas- 
5 serahmen 9 gebildet wird, der das Sensorchip vor elektrischer 
Entladung schiitzt. 

Ein derartig aufgebauter Masserahmen verlangert gleichzeitig 
in vorteilhafter Weise die Lebensdauer des Sensorchips, da 
Fingerspitzen haufig derart stark elektrostatisch aufgeladen 
sind, daS sich Punkenentladungen ausbilden, die das Sensor- 
chips zerstdren konnen. Derartige Funkenentladungen werden 
jedoch bei dem erf indungsgemafien Gehause iiber den Masserahmen 
7 abgeleitet. Die Metallschicht 15 auf dem Tragersubstrat 3 
ist strukturiert und weist im Bereich der Bondverbindung 25 
KontaktaufienflSchen 4 auf, die elektrisch iiber BonddrShte 12 
mit Kontaktf lachen 13 auf dem Chip verbunden sind. Der Gehau- 
serahmen 7, der aus einem leitenden Material oder einem me- 
tallbeschichteten Nichtleiter besteht, ist in diesem Ausfiih- 
rungsbeispiel im Bereich der Kontaktaufienflachen 4 mit einem 
isolierenden Kleber 16 mit dem Tragersubstrat verbunden. Die 
Klebstof fnaht 16 des Gehauserahmens 7 im Bereich der Kon- 
taktaufienflachen 4 besteht aus einem isolierenden Klebstof f. 
Damit wird gewahrleistet , dafi die Kontaktaufienflachen nicht 
kurzgeschlossen werden. 

Die Bondverbindungen 25 werden mit einer Kunststoff- 
Vergufimasse vor mechanischer Beschadigung geschiitzt, so dafi 
ein Randbereich innerhalb des Gehauserahmens 7 vollstandig 
30 mit Kunststof f-Vergufimasse 24 aufgefiillt ist. Das Tragersub- 
strat 3 ist ein em den Randern 6 perforiertes Tragerband, wie 
es deutlich die Draufsicht der Figur 2 zeigt. Die Kunststof f- 
Vergufimasse 24 ist in dieser Draufsicht weggelassen bzw. 
durch eine gestrichelte Linie angedeutet, um die Anordnung 
35 der Kontaktf l&chen 113 auf dem Sensorchip 1 abbilden zu kon- 
nen und die Anordnung der Bondverbindungen 25 im Anschlufibe- 
reich 23 des Gehauses fur biometrische Sensor chips 1 zu zei- 
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gen. Die Kontaktaufienf l&chen liegen bei diesem Ausfiihrungs- 
beispiel in einer Reihe parallel zur Perforation des Trager- 
bandes 5. Der metallische Rahmen 7 umgibt das Sensorchip 1 in 
einem vorbestimmten Abstand und ist, wie oben erw&hnt, mit 
5 der Mas sekontaktfl ache 8 des Sensorchips 1, wie in Figur 1 
gezeigt, uber die strukturierte Metal Ibeschichtung 15 verbun- 
den. 

Figur 3 zeigt eine Draufsicht auf ein Tragerband 5 mit mehre- 
ren Gehausen 30 der Figur 1. Das Trclgerband 5, das em den 
Randern 6 perforiert ist, ermoglicht eine kontinuierliche und 
fortschreitende automatisierte Fuhrung des Tragersubstrats 
von einer Bearbeitungsstation zur nachsten, so da£ der Zusam- 
menbau des Gehauses mit Sensorchip sowie das Bonden der Ver- 
bindungen schnell und rationell durchgefuhrt werden kann. Da- 
zu wird in dieser Ausfiihrungsf orm ein Epoxidtragerband ver- 
wendet, wie es auch in der Chipkartenmodulf ertigung einsetz- 
bar ist. Somit konnen standardisierte Bander Verwendung fin- 
den, wodurch die Herstellungskosten weiter verringert werden . 
Aufierdem kann das Band in dieser Form an die weiterverarbei- 
tenden Geratehersteller geliefert werden. Deutlich ist mit 
Figur 3 zu erkennen, daS der Fingerabdruckprtifbereich frei 
zuganglich ist und nur der Abdeckbereich 14 fur die Fingerab- 
druckpruf f lache nicht zur Verfiigung steht, weil in diesem 
Randbereich 23 die unterschiedlichen Bondverbindungen zu den 
KontaktauSenflachen 4 angeordnet sind. 

Figur 4 zeigt eine prinzipielle Querschnittsansicht eines Ge- 
hauses fur biometrische Sensorchips gemaS einer zweiten Aus- 
30 fuhrungsform der Erfindung. Wahrend in Figur 1 die Kontaktau- 
Senflachen 4 auf der Sensorchipseite des Tragersubstrats 3 
angeordnet sind, werden bei der zweiten Ausfiihrungsf orm, wie 
sie im Querschnitt in Figur 4 zu sehen ist, die Aufienkontakt- 
fiachen 4 auf der Unterseite des Tragerbandes angeordnet. Die 
35 dort aufgebrachte Metallschicht 32 uberbruckt BondSf fnungen 
11 in dem TrSgersubstrat 3, durch die Bonddrahte 12 mit der 
Metallbeschichtung 32 verbunden sind. Diese Bonddrahte 12 
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verbinden die Kontaktf lachen 13 auf dem Halbleiterchip mit 
den Aufienkontaktfiachen 4 auf der Unterseite 10 des Trager- 
substrats 3 in dieser Ausfuhrungsf orm. 

Im Gegensatz zum Ausfiihrungsbeispiel der Figur 1 kann der Ge- 
hauserahmen 7 in dem Ausfiihrungsbeispiel der Figur 4 durch- 
gangig mit einem leitenden Klebstoff auf der Metallbeschich- 
tung des Substrattragers 3 montiert werden. Diese zweite Aus- 
fuhrungsf orm hat den Vorteil, dafi die Metallbeschichtung 15 
des Substrattragers 3 nicht strukturiert werden mufi, so daE 
ein komplexer Verf ahrensschritt, namlich der der Strukturie- 
rung der Metallbeschichtung 15 eingespart werden kann. 

Figur 5 zeigt eine Draufsicht auf das Gehause 30 der Figur 4. 
In dieser Draufsicht wird neben der Reihe 13 der Kontaktfla- 
chen am Rand des Sensorchips 1 eine rahmenf ormige Massekon- 
taktflache 33 im Randbereich der Oberflache des Sensorchips 
gezeigt. Diese rahmenf 5rmige Massekontaktf l&che 33 erhGht zu- 
satzlich die Zuverlassigkeit des Sensorchips und wird in ei- 
ner bevorzugten Ausfuhrungsf orm der Erfindung mit dem Gehau- 
serahmen elektrisch verbunden. Darxiber hinaus zeigt Figur 5, 
da£ die Beschichtung des Tragerbandes 5 durchgangig sein 
kann, da fur jeden der Bondverbindungen eine Durchgangsboh- 
rung zur Unterseite des Tragerbandes zur Verfugung steht, auf 
der die KontaktauSenf lachen 4 angeordnet sind. Die Metallbe- 
schichtung des Tragerbandes mu£ bei dieser Ausfiihrungsform 
nicht strukturiert werden, dafur sind jedoch an geeigneter 
Stelle Bondlocher vorzusehen. Ferner kann mit dieser Ausfiih- 
rungsform der Erfindung der Masserahmen 7 direkt und ge- 
schlossen mit einem leitenden Kleber 17 oder mit einer Lot- 
verbindung auf der Metallbeschichtung des Tragerbandes fi- 
xiert werden. 

Figur 6 zeigt eine prinzipielle Querschnittsansicht eines Ge- 
hauses 30 fur biometrische Sensorchips 1 gemaS einer dritten 
Ausfuhrungsform der Erfindung. In dieser dritten Ausfiihrungs- 
form besteht das Gehause 30 aus einem Gehauserahmen, der mit 
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einem leitenden Klebstoff 17 an der Metallbeschichtung befe- 
stigt ist und mit einem isolierenden Klebstoff 16 im Bereich 
der KontaktauSenflachen 4 fixiert ist. Alternativ zu den Aus- 
fiihrungsfonnen der Figuren 1 bis 5 wird in dieser Ausfuh- 
5 rungsform zusatzlich uber den Sensorchip 1 eine Masse- und 
Gehauseabdeckung 20 angeordnet, die nur noch die Fingerab- 
druckpruffiache freil&fit. Mittels einer Zusatzdichtung 34 
wird der Hohlraum zwischen Gehauserahmen 7 und Fingerabdruck- 
pruf fl&che 2 mit einer hermetisch abschlieSenden Dichtung 
10 versehen. Die Abdeckung 20 kann auf den Gehauserahmen 7 gel6- 
tet werden, so daft die Abdeckung 20 und der Gehauserahmen 7 
ein Massegehause bilden, das den Sensorchip sowohl mechanisch 
als auch elektrisch schutzt. 

15 Figur 7 zeigt eine prinzipielle Querschnittsansicht eines Ge- 
hauses 30 fur biometrische Sensorchips 1 gemaS einer vierten 
Ausfuhrungsform der Erfindung. Diese vierte Ausfiihrungsf orm 
weist zwei Verbesserungen gegeniiber der Ausfuhrungsform 6 
auf. Einerseits hat die elektrisch leitende Zusatzabdeckung 

20 19 unmittelbaren Kontakt mit einer rahmenf ormigen Massekon- 
taktflache 33, die auf dem Halbleiterchip emgeordnet ist, so 
da£ eine Masseabdeckun 20 die Fingerabdruckpriif f lache umgibt. 
Aufierdem sind die Hohlr^ume zwischen leitender Abdeckung und 
leitendem Gehauserahmen mit einem Fiillstoff 36 aufgefiillt, 

25 was die Stabilitat und die Schwingf estigkeit des Gehauses mit 
biometrischem Sensorchip erhoht. 

Figur 8 ist eine Draufsicht auf eine Mehrzahl von Gehausen 
der Figur 7, wobei die Fingerabdruckpriif f lache 2 mit einem 
30 Masserand und einer Zusatzabdeckung dargestellt ist und der 
Masserahmen 9 zusatzlich Montage5f fnungen 18 aufweist, die 
ein Befestigen des Gehauses an einem Endgerat oder -system 
mittels einfacher Schraubtechnik ermoglichen. 

35 Figur 9 zeigt eine prinzipielle Querschnittsansicht eines Ge- 
hauses 30 fiir biometrische Sensorchips 1 gemafi einer funften 
Ausfuhrungsform der Erfindung. Bei dieser funften Ausfiih- 
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mngsform der Erfindung ist wiederum eine Abdeckung 19, die 
elektrisch leitend ist, zu sehen, jedoch wird diese Abdeckung 
19 uber das Sensorchip 1 gefiihrt, wobei eine zentrale Offnung 
38 fttr einen Zugriff auf die Fingerabdruckprttf f lSche 2 vorge- 
5 sehen ist. In dieser Aus ftthrungs form weist das Sensorchip 1 
keine rahmenf ormige Massekontaktf lache auf seiner Oberf lache, 
wie in Figur 7, auf und der Zwischenraum zwischen GehSuserah- 
men und Gehauseabdeckung und Sensorchip ist mit Fullstoff 
auf gef till t. Die Verbindung der Mas sekontaktf lache 8 mit der 

10 Abdeckung 19 wird uber die strukturierte Metal lbeschichtung 
15 des Tragersubstrats 3, den leitenden Klebstoff 17, den Ge- 
hauserahmen und den leitenden Klebstoff 39 erreicht, wobei 
die Massekontaktflache 8 des Sensorchips 1 uber die Verbin- 
dungsleitung 28 der Metallbeschichtung 15 mit dem Gehauserah- 

15 men 7 verbunden ist. Ein weiterer Unterschied der hier darge- 
stellten funften Ausfiihrungsf orm gegeniiber den bisher be- 
schriebenen Ausfiihrungsf ormen ist in dem Durchkontakt 37 zu 
sehen, der den AufiexxkontaktanschluS zu der AuSenkontaktf lache 
4, die auf der Unterseite des Tragersubstrats 3 angeordnet 

20 ist, herstellt. 

Figur 10 zeigt eine prinzipielle Querschnittsansicht eines 
Gehauses 30 fur biometrische Sensorchips 1 gemas einer sech- 
sten Ausfuhrungsform der Erfindung. Bei dieser Ausfiihrungs- 

25 form besteht die Gehauseabdeckung 19 und der Gehauserahmen 7 
aus einem einstiickigen Tief ziehteil, das topfartig iiber das 
Sensorchip 1 gestiilpt ist. Diese Aus fiihrungs form hat den Vor- 
teil, dafi der Zusammenbau stark vereinfacht wird, da weniger 
Komponenten vorzubereiten sind, und zum euideren hat es den 

30 Vorteil, da& mit relativ einfachen Mitteln die Massenherstel- 
lung von Gehausen fur Sensorchips kostengiinstig realisiert 
werden kann. 
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Patent anspruche 

1. Gehause fur biometrische Sensorchips (1) mit frei zu- 
ganglicher Fingerabdruckpriif f lache (2) auf dem Sensor- 
chip (1) , einem Tragersubstrat (3) und AuSenkontaktf la- 
chen (4) auf dem Tragersubstrat (3), wobei das Trager- 
substrat (3) ein Tragerband (5) mit perforierten Randern 
(6) ist, auf dem die KontaktauSenf lichen (4) teilweise 
auSerhalb eines Gehauserahmens (7) angeordnet sind, und 
das Sensorchip (1) innerhalb des Gehauserahmens (7) po- 
sitioniert ist, wobei eine Massekontaktf lache (8) des 
Sensorchips (1) mit dem Gehauserahmen (7) zu einem Mas- 
serahmen (9) verbunden ist. 

2. Gehause nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet , daS 

die KontaktauSenf lachen (4) auf der Unterseite (10) des 
Tragersubstrats (3) angeordnet sind und uber BondSff nun- 
gen (11) in dem Tragersubstrat (3) und Bonddrahte (12) 
mit den Kontaktf lachen (13) auf dem Sensorchip (1) ver- 
bunden sind. 

3 . Gehause nach Anspruch 1 oder 2 , 

dadurch gekennzeichnet, daS 
die KontaktauSenf lachen (4) auf der Chipseite des Tra- 
gersubstrats (3) angeordnet sind. 

4 . Gehause nach einem der vorhergehenden Anspruche , 

dadurch gekennzeichnet, dafi 

die Kontaktf lachen (13) der Sensorchips (1) und die Kon- 
taktauSenf lachen (4) des Tragersubstrats auf einem Rand 
(14) des Sensorchips (1) bzw. Tragersubstrats (3) ange- 
ordnet sind, der zu einer der perforierten Rander (6) 
des Tragerbandes 5 zeigt. 

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
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eine Massekontaktf lache (8) des Sensorchips (1) iiber ei- 
ne strukturierte Metallbeschichtung (15) auf dem Trager- 
band (5) aus isolierendem Material mit dem Gehauserahmen 
(7) elektrisch verbunden ist. 

6. Gehause nach Anspruch 5, 

dadurch gekennzeichnet , daE 

die strukturierte Metallbeschichtung (15) von der Innen- 
seite des Gehauserahmens (7) nach auSerhalb des Geh£u- 
serahmens (7) fuhrende KontaktauSenf lachen (4) aufweist, 
die innerhalb des Gehauserahmens (7) mit Bonddrahten 
(12) versehen sind und auSerhalb des Gehauserahmens (7) 
frei zuganglich sind. 

7. Gehause nach Anspruch 5 oder Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS der Gehauserahmen (7) im Bereich der Kon- 
taktauSenf lachen (4) mit einem isolierenden Klebstoff 
(16) auf dem Substrattrager (3) befestigt ist und in den 
ubrigen Bereichen des Substrattragers (3) iiber einen 
leitenden Klebstoff (17) und eine Metallbeschichtung 
(15) elektrisch mit der Massekontaktf lache (8) des Sen- 
sorchips (1) verbunden ist. 

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

der Gehauserahmen (7) aus einem Masserahmen (9) mit Mon- 
tageof fnungen (18) aufgebaut ist. 

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

das Sensorchip (1) auSerhalb der Fingerabdruckpriif f lache 
(2) mit einer Zusatzabdeckung (19) abgedeckt ist. 

10. Gehause nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daE 
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das Gehause (30) eine die Flachen auEerhalb der Finger - 
abdruckprttff lache (2) abdeckende Masseabdeckung (20) 
aufweist. 



5 11. Gehause nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , dafi 

das GehcLuse (30) aus einem Tiefziehteil besteht, das den 
Masserahmen (9) und eine Masseabdeckung (20) aufweist. 



10 12. Gehause nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 
auf dem Tragerband Stiitzkondensatoren montiert sind. 

13. GehcLuse nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
15 dadurch gekennzeichnet, dafi 

das Tragersubstrat (3) ein Endlosband ist. 



14. Gehciuse nach einem der vorhergehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

20 das Tragersubstrat (3) aus Epoxidharz besteht. 

15. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

das Tragersubstrat (3) flexibel ist und aus einem Poly- 
25 mer besteht. 

16. Verfahren zur Herstellung eines biometrischen Sensorge- 
hauses (30) mit Sensorchips (1), frei zuganglicher Fin- 
gerabdruckpruff lache (1) auf dem Sensorchip (1), Trager- 

30 substrat (9) und Aufienkontaktf lachen (4) , das folgende 

Verfahrensschritte aufweist: 



35 



Bereitstellen eines Sensorchips (1), wobei eine 
Mas sekontaktf lache (8) die Unterseite (21) des Sen- 
sorchips (1) bildet, 
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b) Strukturieren einer Metallbeschichtung (22) auf ei- 
nem Tragersubstrat (3) zu Masseanschlufif lfichen im 
Bereich des Sensorchips (1) und des Gehauserahmens 
(7) sowie zu Kontaktaufienf lSchen, 

5 

c) Perforieren der Rander (6) des Tragersubstrats (3), 

d) Aufbringen des Sensorchips (1) mit seiner Massekon- 
taktfl&che auf die strukturierte Metallbeschichtung 

10 (15) im Bereich der MasseanschluSf lache fur das 

Sensorchip , 

e) Bonden der Kontaktf lachen (13) auf dem Sensorchip 
(1) mit den KontaktauSenf lachen (4) auf dem TrSger- 

15 substrat (3), 

f) Aufbringen des Gehauserahmens (7) auf die struktu- 
rierte Metallbeschichtung (22) im Bereich der Mas- 
seanschlufif l&chen fur den Geh£userahmen, 

20 

g) selektives Versiegeln Bondverbindungen mittels ei- 
ner Kunststof f-Vergufimasse. 

17. Verfahren nach Anspruch 16, 
25 dadurch g e k enn z e i c hn e t , dafi 

nach dem Versiegeln ein Abdecken der Sensorchipflache 
(1), die nicht der Fingerabdruckprufung dient , mit einer 
Gehauseabdeckung (20) durchgefuhrt wird. 

30 18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, 

dadurch gekennzeichnet , dafi 
ein Sensorchip (1) mit einer rahmenf ormigen Massekon- 
taktf lache (33) auf der Oberseite (26) des Sensorchips 
(1) bereitgestellt wird. 

35 

19. Verfahren nach einem der Ansprtiche 16 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 
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die Sensorflachen (1), die nicht der Fingerabdruckprtt- 
fung dienen, mit einer elektrisch leitenden Gehausezu- 
satzabdeckung (19) abgedeckt werden, die mit einer rah- 
menformigen Massekontaktf lache (33) auf der Oberseite 
(26) des Substratchips (1) elektrisch verbunden wird. 

20. Verfahren nach einem der Anspruche 16 bis 19, 
dadurch g e k enn z e i c hn e t , dafi 

die ZwischenrSume zwischen dem GehSus er ahmen (7) und den 
Seiten der Sensorchips (1) mit einem Fullstoff (27) aus 
Kunststoff aufgefailt werden. 

21. Verfahren nach einem der Anspruche 16 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet , dafi 

die Strukturierung der Metallbeschichtung (15) mittels 
Laserabtrag erfolgt. 

22. Verfahren nach Anspruch 16 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

die Strukturierung der Metallbeschichtung (15) mit einem 
Photolithographieverfahren erfolgt. 

23. Verfahren nach einem der Anspruche 16 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

das Strukturieren der Metallbeschichtung (15) mittels 
Siebdruckverf ahren oder Schablonendruckverfahren er- 
folgt . 

24. Verfahren nach einem der Anspruche 16 bis 23, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

das Aufbringen des Geh&userahmens (7) mittels Klebetech- 
nik erfolgt. 

25. Verfahren nach einem der Anspruche 11 bis 23, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

das Aufbringen des Gehauserahmens (7) mittels Lotverf ah- 
ren erfolgt. 
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FIG 3 



WO 01/73678 



PCT/DE01/01095 




FIG 5 
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